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(57)【要約】
　チップ部品を基板に実装する範囲が大きくなっても、
チップ部品を基板の所定の位置に高精度に実装する実装
方法および実装装置を提供すること。
具体的には、チップ部品のアライメントマークと基板の
アライメントマークを画像認識手段で認識してチップと
基板のアライメントを行った後に、チップ部品を加圧し
実装する時に生じる位置ズレ量を相殺する実装オフセッ
トを、基板を保持する基板保持ステージ面内の位置およ
び接合時の加圧力の関数として設定することを特徴とす
る実装方法および実装装置を提供する。
選択図　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
チップ部品のアライメントマークと基板のアライメントマークを画像認識手段で認識して
チップ部品と基板のアライメントを行った後にチップ部品を加圧して基板に実装する実装
方法において、
アライメント後にチップ部品を加圧して実装する時に生じる位置ズレ量を相殺する実装オ
フセットを、基板を保持する基板保持ステージ面内の位置および接合時の加圧力の関数と
して設定することを特徴とする実装方法。
【請求項２】
請求項１に記載の実装方法であって、基板保持ステージ面内の複数の位置における複数条
件の加圧力に対する位置ズレ量を求め、その結果を基に、基板保持ステージ面内の位置お
よび接合時の加圧力と位置ズレ量の関係を表す関数を導出することを特徴とする実装方法
。
【請求項３】
請求項２に記載の実装方法であって、基板保持ステージ面内の複数の位置における複数条
件の加圧力に対する位置ズレ量を求めるに際して、アライメントマークが記された、透明
なチップ部品を用いることを特徴とする実装方法。
【請求項４】
チップ部品を吸着保持するボンディングヘッドと、ボンディングヘッドを上下方向に移動
させる機構と、基板を載置保持する基板保持ステージと、ボンディングヘッドと基板保持
ステージが相対的に水平方向及び回転方向に移動させる機構と、ボンディングヘッドと基
板保持ステージとの空間に進退可能に設けられ且つヘッド側と基板保持ステージ側とを同
時に撮像可能な２視野認識手段を有する実装装置であって、
請求項１から３の何れかに記載の実装方法を行う機能を備えた実装装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品などのチップ部品を、基板保持ステージ上に載置された、セラミッ
クス、樹脂、ガラス等からなる基板の所定の位置に実装する実装方法及び実装装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電子部品などのチップ部品を基板に実装する実装装置は、例えばチップ部品を
真空吸着保持するボンディングヘッドと、ボンディングヘッドを上下方向に移動させる機
構と、基板を吸着保持する基板保持ステージと、基板保持ステージを水平方向及び回転方
向に移動させる機構と、ボンディングヘッドと基板保持ステージとの空間に進退可能に設
けられ且つボンディングヘッド側と基板保持ステージ側とを同時に撮像可能な２視野カメ
ラとを有する。この実装装置では、２視野カメラを上記空間に進入させて、ボンディング
ヘッドが保持したチップ部品に書かれたアライメントマークと、基板に書かれたアライメ
ントマークを同時に読み取り、その読み取り情報に基づいてチップ部品と基板における実
装位置との位置合わせを行う。そして、２視野カメラを待避させた後、ヘッドを下降させ
て、チップ部品を基板における実装位置に接合させる（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２２９４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、生産効率を上げることを目的として基板のサイズが大きくなる傾向、あるいは基
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板保持ステージに多くの基板を載置する傾向にあるため、基板保持ステージの大型化が進
んでいる。一方、基板保持ステージの大型化により、実装範囲が大きくなるにも係わらず
、位置ズレの許容範囲が１μm以下のような高精度実装の要求は高まっている。
【０００５】
　このように、実装範囲が大きくなることと関係し、新たな問題が発生している。それは
、２視野カメラがボンディングヘッドと基板ステージとの間にある状態で位置ズレが１μ
ｍ以下となるように位置合わせを行ったにも係わらず、実際に基板に実装された状態での
位置ズレ量が数μｍを超えているものが存在することである。この位置ズレ量は、基板保
持ステージ面内における実装位置と実装時の加圧力が同じであれば再現することから、実
際の量産工程においては、この位置ズレ量を相殺するためのオフセットを設定することに
より実装精度を確保している。ただし、このオフセットは、基板、チップ、実装時の加圧
力によって変化することから、実装条件毎に、試行錯誤により個別に設定している。
【０００６】
　ここで、チップ部品に書かれたアライメントマークと基板に書かれたアライメントマー
クは、いずれも接合面側にあるため、実装後のアライメントマークを観察するためにＸ線
による透視が必要になり、実装後の位置ズレ量を測定するだけでも大きな手間を要する。
【０００７】
　このように、実装条件毎にオフセットを設定する方法では、時間的な無駄が生じ、条件
設定するまでのチップ部品および基板も無駄になる。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、チップ部品を実装する、基
板保持ステージ面内の位置および実装時の加圧条件が決まれば、オフセットが求まる実装
方法および、この実装方法を行う機能を備えた実装装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、チップ部品のアライメントマー
クと基板のアライメントマークを画像認識手段で認識してチップ部品と基板のアライメン
トを行った後にチップ部品を加圧して基板に実装する実装方法において、アライメント後
にチップ部品を加圧して実装する時に生じる位置ズレ量を相殺する実装オフセットを、基
板を保持する基板保持ステージ面内の位置および接合時の加圧力の関数として設定するこ
とを特徴とする実装方法である。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の実装方法であって、基板保持ステージ面内
の複数の位置における複数条件の加圧力に対する位置ズレ量を求め、その結果を基に、基
板保持ステージ面内の位置および接合時の加圧力と位置ズレ量の関係を表す関数を導出す
ることを特徴とする実装方法である。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の実装方法であって、基板保持ステージ面内
の複数の位置における複数条件の加圧力に対する位置ズレ量を求めるに際して、アライメ
ントマークが記された、透明なチップ部品を用いることを特徴とする実装方法である。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、チップ部品を吸着保持するボンディングヘッドと、ボンディ
ングヘッドを上下方向に移動させる機構と、基板を載置保持する基板保持ステージと、ボ
ンディングヘッドと基板保持ステージが相対的に水平方向及び回転方向に移動させる機構
と、ボンディングヘッドと基板保持ステージとの空間に進退可能に設けられ且つボンディ
ングヘッド側と基板保持ステージ側とを同時に撮像可能な２視野認識手段を有する実装装
置であって、請求項１から３の何れかに記載の実装方法を行う機能を備えた実装装置であ
る。
【発明の効果】
【００１３】
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　本発明を用いることにより、アライメント後にチップ部品を加圧して実装する時に生じ
る位置ズレ量を相殺するオフセットを容易に得ることが出来、実装工程の生産性が向上す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る実装方法を実施するためのフリップチップ実装装置の
要部正面図である。
【図２】本発明が対象とする実装に用いられる基板について説明する図である。
【図３】本発明の一実施形態に用いる模擬基板と模擬チップを説明する図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る模擬基板と模擬チップの位置ズレ量評価を行う場所を
示す図である。
【図５】本発明の一実施形態におけるアライメントマーク相互の位置ズレを説明する図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態で得るデータ群を説明する図である。
【図７】本発明の一実施形態における装置動作および演算のフローチャートである。
【図８】本発明の実施例１で用いた基板保持ステージの構造を説明する図である。
【図９】本発明の実施例１で用いた模擬基板を説明する図である。
【図１０】本発明の実施例１で得た実測データである。
【図１１】本発明の実施例１に係る、近似式から得たデータである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、実装装置の基本的な機能を説明するための要部正面図である。この装置は、チ
ップ部品２の突起電極３と基板４の電極５を接合するフリップチップ実装装置１であり、
例えば図２のように、基板４の複数箇所にチップ部品２を実装するものである。この実装
装置の要部は、チップ部品２を吸着保持するボンディングヘッド６と基板４を吸着保持す
る基板保持ステージ７と、認識手段である２視野カメラ８から構成されていおり、ボンデ
ィングヘッド６、基板保持ステージ７および２視野カメラ８は制御部１２の指示に従い機
能する。
【００１７】
　ボンディングヘッド６は昇降可能になっており、基板保持ステージ７はＸ、Ｙ、θ方向
に移動可能になっていて、基板４を、チップ部品２を実装すべき場所をボンディングヘッ
ド６の下に配置する。２視野カメラ８は、ボンディングヘッド６と基板ステージ７の間に
挿入できるよう進退可能に構成されており、チップ部品２の突起電極形成面および基板の
電極形成面にはそれぞれアライメントマークが記されており、２視野カメラ８で両アライ
メントマークを読み取り、ボンディングヘッド６または基板保持ステージ７のいずれかま
たは両方を移動させて精密位置合わせを行う。精密位置合わせ後に、ボンディングヘッド
６が下降して加圧するとともに必要に応じて加熱することのより、チップ部品２の突起電
極３と基板４の電極５を接合するが、ボンディングヘッド６を下降する前に、基板保持ス
テージ７面内の位置および加圧力の関数として求まるオフセット分だけ、基板保持ステー
ジ７の位置を微調整する。なお、オフセットを求める関数の導出方法に関しては後述する
。
【００１８】
　この一連の実装作業が終了後、ボンディングヘッド６は上昇し、図示していないチップ
吸着反転ツールにより、新たなチップ部品２がボンディングヘッド６に搬送されるととも
に、基板保持ステージ７が移動して、次にチップ部品を実装すべき基板の場所がボンディ
ングヘッドの下に配置される。この後は、先の説明と同様、２視野カメラを用いた位置合
わせから接合に至る、一連の作業が行われる。
【００１９】
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　また、基板４の、チップ部品２を実装すべき全ての場所への実装作業が完了した後は、
基板保持ステージ７による吸着保持は解かれ、図示していない基板搬送ツールにより実装
完了後の基板４は搬出されるとともに新たな基板４が搬入され、基板保持ステージ７によ
り吸着保持される。
【００２０】
　次に、オフセットを求める関数の導出方法について説明する。まず、関数を導出するた
めの基礎となるデータを取得する方法を、例を用いて説明する。図３は、基板保持ステー
ジ７面内の複数箇所（図４のＡ１、Ａ２、・・・、Ｄ７、Ｄ８）において、加圧時に生じ
る位置ズレ量を把握する際に用いる、アライメントマークＭＣの記された模擬チップ部品
２０と、アライメントマークＭＢの記された模擬基板４０である。まず、この模擬基板４
０を基板保持ステージ７で吸着保持した後、前記複数箇所いずれかの位置において、２視
野カメラ８を用いて、模擬チップ部品２０のアライメントマークＭＣと模擬基板４０アラ
イメントマークＭＢの位置合わせを行い、２視野カメラ８を待避させた後に、所定の加圧
力を加え、模擬チップ部品２０と模擬基板４０の貼り合わせを透明な接着剤を用いて行う
。その後、貼り合わさった状態での、模擬チップ部品２０のアライメントマークＭＣと模
擬基板４０のアライメントマークＭＢの位置ズレ量を認識手段を用いて実測する。
【００２１】
　ここで、それぞれのアライメントマークを明瞭に認識するために、模擬チップ部品２０
が可視光に対して透明であることが望ましい。仮に、模擬チップ部品２０が可視光に不透
明なシリコン等であってもＸ線や赤外線を用いることにより、貼り合わせ後のアライメン
トマークを認識することは可能であるが、Ｘ線や赤外線を透視観測する必要があるため、
装置が大がかりになってしまう。一方、模擬チップ部品２０が可視光に透明であれば可視
光カメラでも貼り合わせ後のアライメントマークを上側から認識することが可能であり、
汎用のカメラでも高い分解能が得られる。また、２視野カメラ８を転用することも可能な
ので装置コストが抑えられる。
【００２２】
　実測するズレ量は、図５に示すようにX方向のズレ量ΔX、Y方向のズレ量Δ２方向成分
として求め、それぞれを基板ステージ面上の位置（ｘ、ｙ）および加圧力との関係をデー
タとして記録する。なお、以上のデータ取得・記録を、基板保持ステージ７面内の複数箇
所（図４のＡ１、Ａ２、・・・、Ｄ７、Ｄ８）で行い、同じ複数箇所で加圧力を変えて同
様な内容を新たな模擬基板４０を用いて行うことにより、データ取得・記録を行い、図６
に示すようなデータ群を得る。
【００２３】
　このデータ群を用い、位置ズレ量を、基板保持ステージ７面内の位置および加圧力を変
数とする近似式により求めることにより、基板保持ステージ７面内の任意の位置、任意の
加圧力の際の位置ズレ量を予測することが出来る。したがって、オフセットはこの位置ズ
レ量を相殺するものであることから、基板保持ステージ７の任意の位置、任意の加圧力の
オフセット量も求まる。すなわち、オフセットを基板保持ステージ７面内の位置および接
合時の加圧力の関数として設定することが出来る。
【００２４】
　以上のオフセット演算に関するフローチャートを図７に示すが、この一連の動作および
演算を自動で実施するような機能を制御部１２に組み込むことも可能である。
【００２５】
　なお、基板保持ステージ７面内の複数点の設定に関しては、その間隔が、対象とする実
装装置が実装対象とするチップ部品のサイズと同等から３倍程度の範囲であることが望ま
しい。実際の実装作業の間隔がチップ部品より小さくなることはないので、チップ部品よ
り小さい間隔とする必要性は低く、また、間隔が大きすぎると近似式の精度低下により、
適切なオフセットが得られなくなるためである。
【００２６】
　以上、基板保持ステージ面内の位置と加圧力からオフセットを求める実施の形態につい
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て記したが、更なる高精度実装の要望が高まることで実装温度等を因子とする実装段階で
の位置ずれが問題となる可能性がある。そのような場合においては、位置、加圧力の他に
温度などの因子の影響についても調べ、その因子をオフセットを求める関数の変数とする
ことも可能である。
【実施例１】
【００２７】
（実施例１）
　図８は本実施例１に用いた基板保持ステージ７の構造を示すものである。基板４を吸着
保持する基板保持ステージ７は基板を加熱するためのステージヒータ９の上に配置されて
おり、ステージヒータ９と架台１１の間には倣い機構１０を設けてある。基板保持ステー
ジ７のＸＹ方向への移動は、架台１１が移動することによって成される。ここで、各要素
のＸ方向×Ｙ方向のサイズは、ステージヒータ９が２６０ｍｍ×１３０ｍｍ、基板保持ス
テージ７が２５０ｍｍ×１２０ｍｍのサイズとなっており、倣い機構１０は直径が１１４
ｍｍとなっている。この基板保持ステージ７を用いた実装では、Ｙ方向での位置の違いに
よる位置ズレの違いはなく、ΔＹは殆どゼロであるのに対して、Ｘ方向の位置によっては
位置ズレΔＸが生じることが判っていたものであり、量産前には試行錯誤によりＸ方向の
位置毎に、Ｘ方向のオフセットを求めていたものである。そこで、この基板保持ステージ
７のオフセットを関数化することを試みた。
【００２８】
　図９は、その際に用いた模擬基板４０であり、サイズは２４０ｍｍ×６４ｍｍであるが
、基板保持ステージ７のＹ方向位置の違いにより位置ズレ量に変化が生じることがないこ
とから、Ｘ方向の位置毎の位置ズレ量のみを求めるようにしている。図９において、６番
の場所が基板保持ステージのＸ方向における中心であり、この点をゼロとして、左右各１
００ｍｍの２０ｍｍ毎の間隔で、模擬チップ部品２０と模擬基板４０の位置ズレ量の測定
を行った。測定に際し、模擬チップ部品２０および模擬基板４０は透明ガラス製のものを
用い、模擬チップ部品２０のアライメントマークＭＣおよび模擬基板４０のアライメント
マークＭＢの両方を認識し易くした。なお、位置合わせ段階では、両アライメントマーク
間の中心のズレ量を０．１μｍ以下とした。また、加圧力は５０（Ｎ）、１００（Ｎ）お
よび１５０（Ｎ）の３条件について行った。この結果、得られた結果は図１０のとおりで
ある。この図１０の結果から、加圧力を５０（Ｎ）から１５０（Ｎ）の範囲で変化させた
時の位置ズレ量が近似式で求まり、図１１が得られた。
【００２９】
　そこで、図１１から得られた、加圧力１２０（Ｎ）時の位置ズレ量からオフセットを設
定し、模擬チップ部品２０と模擬基板４０による貼り合わせを行ったところ、全てのポイ
ントで位置ズレ量は０．５μｍ以下となることが確認出来た。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明に係る実装方法では、これまでは生産条件毎に試行錯誤を伴って求めていたオフ
セットを簡易に求めることが出来、生産効率を向上させることから、チップ部品の基板へ
の実装に高精度が要求されるあらゆる分野に適用することが出来る。
【符号の説明】
【００３１】
　１　　フリップチップ実装装置
　２　　チップ部品
　３　　突起電極
　４　　基板
　５　　電極
　６　　ボンディングヘッド
　７　　基板保持ステージ
　８　　２視野カメラ
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　９　　ステージヒータ
　１０　　倣い機構
　１１　　架台
　１２　　制御部
　２０　　模擬チップ部品
　４０　　模擬基板
　ＭＢ　　模擬基板のアライメントマーク
　ＭＣ　　模擬チップ部品のアライメントマーク

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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